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Schneller hochkomplexe Leiterplatten designen: Die neue
Version einer PCB-Design-Software optimiert jetzt die Be-
nutzerfreundlichkeit durch Aktualisieren wesentlicher Funk-
tionen. Dazu werden produktivititsorientierte Erweiterungen
gereicht — auBerdem ist nun die 64-Bit-Architektur angesagt

Eine Unternehmen setzt auf Spezialanferti- Innovationen, bei denen nicht nur Industrie 4.0, Richtlinie und Tipps fiir die Bewertung von
gungen bei Leiterplatten sondern die Technologie im Vordergrund steht Bildverarbeitungssystemen
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Erhohtes Warmespreizvermogen von Leiterplatten durch eingebettete
Heat-Pipes fiir besonders dicht gepackte Baugruppen
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Hochste
Qualititsstandards fiir

Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fur
hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir [hre
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(@ventec-europe.com
¥ Follow [@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Autonomes System: Das Automobil wandelt sich von der konventionel-
len Maschine zum computer- und systemgesteuerten Fahrzeug
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Roadmap fiir die Reise zum ,Nordstern Industrie 4.0°
Technologien und Mérkte fiir E-Textilien
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Weitere Informationen:
E-Mail: info@FlowCAD.de
Tel.: +49 89 4563-7770

Stets am Puls der Zeit und die Bediirfnisse der Kunden
im Blick — das bringt hin und wieder groBere Verénde-

Erfahren Sie mehr zu den (neu) angebotenen Losungen
von FlowCAD auf der embedded world in Niirnberg.
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